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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Technologie kontaktovani v elektronice
Student; Marek ZEKUCIA | sm.&sl: | E17B0039K
Oponent: Ing. David Kalas
Kritéria hodnoceni prace oponentem Max. body Pfidélené body

Splnéni zadani prace (posuzuje se i stupen kvality splnéni) 25 20

Odborna uroven prace 50 35
Interpretace vysledk( a jejich diskuze, ptip. aplikace 15 7

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 8

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky:

VSechny body zadani prace jsou spinény. Nicméne prace by mohla byt Iépe ¢lenéna a v Gvodu chybi motivace a
dvody, proc je dobré vénovat kontaktovani pozornost.

Prace je zameéFena pfedevsim na technologii pajeni a lepeni elektronickych komponent. V prvni Casti prace
chybi kritické a prehledné zhodnoceni a porovnani zminénych metod kontaktovani. Druha cast je vénovana
kontaktovani na urovni ¢ipd bondovanim a metodou Flip-Chip. Tyto metody kontaktovani jsou tzce spojeny s
nutnosti nasledného pouzdreni. Tento fakt je v praci zcela opomenut. Posledni zminénou technologii
kontaktovani, tentokrat opét na Urovni soucastek, je kontaktovani pomoci vodivého inkoustu deponovaného
zarizenim AerosolJet.

Volba vhodné kontaktovaci metody je zavisla na nosném substratu. V navaznosti na to jsou v praci uvedeny
rigidni, flexibilni polymerni a textilni substraty. Jednotlivé kontaktovaci metody jsou nasledné roztfidény dle
jejich kompatibility s uvedenymi substraty.

Z odborného hlediska se v praci objevuje nékolik nepfesnosti, jako napf.: nutnost kombinace teploty, tlaku i
ultrazvuku pro vSechny metody kontaktovani mikrodratky, a to pfi teplotach od 150-300 °C (str. 31), casto je
termin kontaktovani zaménovan s pouzdrenim (napf. str. 31) apod.

Kladné hodnotim mnoZstvi prostudovanych materiald, z ehoz je vidét, Ze student projevil o danou
problematiku zajem.

Dotazy oponenta k praci:

1) Je nutné brat v potaz zplisob pajeni DPS uz v dobé jeho navrhu? Jaka jsou omezeni navrhu plosného spoje
napf. pfi pajeni vinou?

2) Jaka je rezistivita a cena 3D tiskovych materiall (uvedte alespon dva) pouzivanych pro kontaktovani SMD
soucastek ve srovnani napr. s vodivym lepenim?

3) Na strané 52 a 53 udavate, Ze v navaznosti na omezeni pouzivani olovnatych pajek neni technologie pajeni
vyuzivana ve zdravotnictvi z dlivodu moznosti vyskytu whiskerd, a je tak nahrazena vodivym lepenim. Kriticky
prosim zhodnot'te a porovnejte (nejlépe formou tabulky) technologii pajeni a lepeni v elektronice (Sum,
linearita, rezistivita,stabilita, pevnost spoje,spolehlivost, cena). Nahrazuje opravdu ve zdravotnictvi
kontaktovani lepenim pajené spoje?

Bakalarskou praci hodnotim klasifikaci velmi dobfe (podie Kiasifikaéni stupnice dané smérnici dékana FEL)
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